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FIG. 1a
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FIG. 1b
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FIG. 2

(e
(aw]

AN

110

Pré-mouiller le substrat 4
J 120
Déposer une couche diélectrique isolante
!
130
Rincer et sécher le substrat L~
!
140
Recuire le substrat 4
J 150
Activer la couche barriére a la diffusion du métal
!
160
Rincer et sécher le substrat L~
J 170
Déposer la couche barriére a la diffusion du métal de remplissage
!
180
Rincer et sécher le substrat L~
!
190
Pré-mouiller le substrat 4
! 200
Remplir la cavité par électrodéposition du métal
!
210
Rincer et sécher le substrat L~
!
220
Recuire le substrat 4




WO 2013/072525 PCT/EP2012/072993

4/4

] FIG. 3
\ 2
B »~
2¢” |
2b—1 s
e
[ -\4
/ ) \
6-/ - \Sa é
a
\5
50
FIG. 4 VS
*@/‘g—/\/‘\ |
) .




